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+ Analisis Distribusi Ketebalan Untuk Paket IC TDSON SS08
No Thumbnail (2024-07-04) Humam Yafi, Naufal; Havwini,Tian; Mandhalena Manurung,Meilani
+ Available Sn Plating adalah suatu proses pelapisan timah yang menggunakan teknik electro-

plating dengan tujuan untuk melapisi logam dengan menggunakan arus listrik dan
larutan elektrolit tertentu. Cpk jig adalah alat yang digunakan untuk mer
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